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技术背景

主要使用领域
本发明属于电子陶瓷制造领域，涉及一种微波介质陶瓷材料，尤其是一种低温

烧结微波介质陶瓷材料及其制备方法。可用于低温共烧陶瓷系统(LTCC)、多层介质

谐振器、微波天线、滤波器等微波器件的制造。

技术创新内容
1.陶瓷材料具有优良的高频高 Q 特性；

2.使用电导率高的金属材料作为导体材料，有利于提高电路系统的品质因子；

3.可适应大电流及耐高温特性要求，并具备比普通 PCB 电路基板优良的热传导

性；

4.可将无源组件埋入多层 电路基板中，有利于提高电路的组装密度；

5.具有较好的温度特性，如较小的热膨胀系数、较小的介电常数温度系数，可

以制作层数极高的电路基板，可以制作线宽小于 50μm 的细线结构。

摘要

本发明公开了一种低温烧结微波介质陶瓷材料及其制备方法，通过传统的固相

反应合成，本发明材料烧结温度低(可在 900℃以下烧结成瓷)，在 900℃烧结成瓷，

具有较好的微波介电性能：εr＝25～35，Q×f＞12000，τf＝-10～+30ppm/℃；

材料工艺稳定，重复性好；能与银电极得到较好的共烧匹配。


